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 La tarjeta madre es el componente más

importante de un computador. Es el

dispositivo que funciona como la plataforma

o circuito principal de una computadora,

integra y coordina todos los sus demás

elementos.



 La tarjeta madre es un tablero que contiene

todos los conectores que se necesitan para

conectar las demás tarjetas del computador.



 Una tarjeta madre alberga los conectores del

procesador, memoria RAM, BIOS, puertas en serie,

puertas en paralelo, expansión de la memoria,

pantalla, teclado, disco duro, enchufes. Una vez que

la tarjeta madre ha sido equipada con esta los

elementos que se han mencionado, se le llama

“Chipset” o conjunto de procesadores.







 Seleccione el tamaño adecuado de la placa

madre.

 Asegurarse que los pines en la fuente de poder

coincidan con la salida de la placa madre.



 Instala tu procesador. Levanta la palanca que te

permite colocar el procesador en sus tomas de

corriente, baja el procesador en los zócalos y

vuelve a colocar la palanca.



 Conecta el cable IDE o SATA para el disco duro

interno y cualquier otro periférico que estés

utilizando.

 Instala la memoria RAM.

 Conecta la tarjeta de video.

 Asegúrate de que tus dispositivos de refrigeración

están trabajando.

 Desliza la placa en la caja de tu computadora.

Conecta la fuente de alimentación a la placa base a

través de las salidas de los pines.



 Básicamente, la memoria caché de un procesador es
un tipo de memoria volátil, pero de una gran
velocidad.

 En la actualidad esta memoria está integrada en el
procesador, y su cometido es almacenar una serie de
instrucciones y datos a los que el procesador accede
continuamente, con la finalidad de que estos accesos
sean instantáneos. Estas instrucciones y datos son
aquellas a las que el procesador necesita estar
accediendo de forma continua.





1.- Ground (Tierra) 
2.- A+ (Transmisión) 
3.- A- (Transmisión) 
4.- Ground (Tierra) 
5.- B- (Recepción) 
6.- B+ (Recepción) 
7.- Ground (Tierra) 







 ATA-6 o Ultra ATA/100, soporte para velocidades de 100

MB/s.

 ATA-7 o Ultra ATA/133, soporte para velocidades de 133

MB/s.

 ATA-8 o Ultra ATA/166, soporte para velocidades de 166

MB/s.





BABY AT





Full AT











 Caché de 1er nivel (L1):

Esta caché está integrada en el núcleo del

procesador, trabajando a la misma velocidad que

este. La cantidad de memoria caché L1 varía de un

procesador a otro, estando normalmente entre los

64KB y los 256KB. Esta memoria suele a su vez

estar dividida en dos partes dedicadas, una para

instrucciones y otra para datos.



 Caché de 2º nivel (L2):

Integrada también en el procesador, aunque no

directamente en el núcleo de este, tiene las mismas

ventajas que la caché L1, aunque es algo más lenta

que esta.

A diferencia de la caché L1, esta no está dividida, y

su utilización está más encaminada a programas

que al sistema.



 Caché de 3er nivel (L3):

Es un tipo de memoria caché más lenta que la L2,

muy poco utilizada en la actualidad.

En un principio esta caché estaba incorporada a la

placa base, no al procesador, y su velocidad de

acceso era bastante más lenta que una caché de

nivel 2 o 1.



 Conector de alimentación ( 2 negros
juntos)

 El procesador situado al lado de las
conexiones ISA

 Situación de los zócalos de memoria
cas inaccesible.

 ON/ OFF DEL ordenado mediante
en interruptor

 Único conector de alimentación

 El procesador esta mejor situado (
mejor ventilación y no estorba para
la instalación)

 Situación de la memoria en una
posición mas accesible.

 ACPI (interfaz avanzado de ahorro
de energía, conmutador)





 AGP(Accelerated Graphics Port) fue creada

especificamente para las tarjetas graficas

 Antiguamente se utilizaban las ranuras PCI

 Tiene un ancho de bus de 32 bits y su frecuencia

varia según su versión.



 AGP 1X: velocidad 66 MHz con una tasa de transferencia

de 266MB/s.

 AGP 2X: velocidad 133 MHz con una tasa de transferencia

de 532MB/s.

 AGP 4X: velocidad 266 MHz con una tasa de transferencia

de 1GB/s y funcionando aun voltaje de 3,3 o 1,5V.

 AGP 8X : velocidad 533 MHz con una tasa de transferencia

de 2GB/s y funcionando aun voltaje de 0,7 V o 1,5V.



Las placas madre más recientes poseen un conector AGP
general incorporado identificable por su color marrón.
Existen tres tipos de conectores:

Conector AGP de 1,5 voltios:


Conector AGP de 3,3 voltios:


Conector AGP universal:




El bus PCI Express (Interconexión de Componentes

Periféricos Express, también escrito PCI-E o 3GIO

en el caso de las "Entradas/Salidas de Tercera

Generación"), es un bus de interconexión que

permite añadir placas de expansión a un ordenador.



A diferencia del bus PCI, que se ejecuta en una

interfaz paralela, el bus PCI Express se ejecuta en

una interfaz en serie, lo que permite alcanzar un

ancho de banda mucho mayor que con el bus PCI.

Los conectores PCI Express son identificables

gracias a su tamaño pequeño y su color gris oscuro.



El conector PCI Express 1X posee 36 clavijas, y está destinado a

usos de entrada/salida con un gran ancho de banda

El conector PCI Express 4X posee 64 clavijas y tiene como finalidad

el uso en servidores:

El conector PCI Express 8X posee 98 clavijas y tiene como finalidad

el uso en servidores:

El conector PCI Express 16X posee 164 clavijas, mide 89 mm de

largo, y tiene como finalidad el uso en el puerto gráfico:





















El Zócalo o socket es una matriz de pequeños

agujeros ubicados en una placa madre, es la

base donde encajan, sin dificultad, los pines de

un microprocesador. Esta matriz permite la

conexión entre el microprocesador y el resto del

equipo.

En las primeras computadoras personales el

microprocesador venía directamente soldado a

la placa base, pero la aparición de una amplia

gama de microprocesadores llevó a la creación

delos zócalos.



En las primeras computadoras personales el

microprocesador venía directamente soldado a la

placa base, pero la aparición de una amplia gama

de microprocesadores llevó a la creación delos

zócalos. En general cada familia de

microprocesadores requiere un tipo distinto de

zócalo, ya que existen diferencias en el número de

pines, su disposición geométrica y la interconexión

requerida con los componentes de la placa base.



Veamos en detalle los tipos más comunes de zócalo, o

socket, como dicen los anglosajones:

ZIF: Zero Insertion Force (socket), es decir, zócalo de

fuerza de inserción nula. El gran avance que relajó la vida

de los más aficionados a la ampliación de ordenadores.

Eléctricamente es como un PGA, aunque gracias a un

sistema mecánico permite introducir el micro sin

necesidad de fuerza alguna, con lo que el peligro de

romper el chip por Quiebre de una patita desaparece.

Apareció en la época del 486 y sus distintas versiones

(sockets 3, 5 y 7, principalmente) se han utilizado hasta

que apareció el Pentium II; previsiblemente, el último

micro que lo utilizará será el AMD K6-3. Actualmente se

fabrican dos tipos de zócalos ZIF.



ZIF



Socket 7 "Súper 7": variante del Socket 7 que se

caracteriza por poder usar velocidades de bus de hasta

100 MHz, es el que utilizan los micros AMD K6-2.



Socket 370 o PGA370: físicamente similar al anterior, 

pero incompatible con él por utilizar un bus distinto, es el 

que incorporan los micros Intel Celeron, Pentium II, 

Pentium III de última generación. 



Slot 1: la manzana de la discordia, o cómo quedarse el 

mercado convirtiendo una arquitectura abierta en un 

diseño propietario. Es un invento de Intel para enchufar 

los Pentium II, o más bien para desenchufar a su 

competencia, AMD y Cyrix.



Disipador de Calor.

Un disipador extrae el calor del componente que 
refrigera y lo evacúa al exterior, normalmente al 
aire. Para ello es necesaria una buena conducción 
de calor a través del mismo, por lo que se suelen 
fabricar de aluminio por su ligereza, pero también 
de cobre, mejor conductor del calor, cabe aclarar 
que el peso es importante ya que la tecnología 
avanza y por lo tanto se requieren disipadores mas 
ligeros y con eficiencia suficiente para la 
transferencia de calor hacia el exterior.





Sensor de temperatura.

Bajo el procesador en medio del socket, se

encuentra en muchas ocasiones un sensor, capaz

de medir la temperatura del procesador con el

objetivo de monitorearlo. Últimamente, este

componente va incluido dentro del procesador.



 Un disipador es un instrumento que se utiliza para

bajar la temperatura de algunos componentes

electrónicos.

 Su funcionamiento se basa en la segunda ley de la

termodinámica, transfiriendo el calor de la parte

caliente que se desea disipar al aire. Este proceso

se propicia aumentando la superficie de contacto

con el aire permitiendo una eliminación más rápida

del calor excedente.





BANCO DE MEMORIAS.

Donde se insertan los módulos de memorias, la

cantidad tanto de bancos como el total de

memoria máxima a instalar, lo determina el

CHIPSET.



SIMM

DIMM

DIMM de 168 pines (84 por lado)



DIMM DDR2 de 240 pines (120 por lado) con 
capacidad de hasta 4 GB/modulo, funciona con 
un voltaje de 1.8V

DIMM DDR3 de 240 pines (120 por lado) 
funciona con un voltaje de 1.65V







 En electrónica se utiliza el

término ’chipset’ para referirse al circuito

integrado o conjunto de ellos que fueron

diseñados específicamente para un equipo

electrónico, siendo imposible su utilización

para otro propósito que no fuese el

planificado por sus fabricantes.



 Es el conjunto de circuitos integrados diseñados con

base a la arquitectura de un procesador, permitiendo

que ese tipo de procesadores funcionen en

una placa base.

 Sirven de puente de comunicación con el resto de

componentes de la placa, como son la memoria,

las tarjetas de expansión, los puertos

USB, ratón, teclado, etc.



 El Chipset es el que hace posible que la placa

base funcione como eje del sistema, dando

soporte a varios componentes e

interconectándolos de forma que se comuniquen

entre ellos haciendo uso de diversos buses.



 Es uno de los pocos elementos que tiene

conexión directa con el procesador, gestiona la

mayor parte de la información que entra y sale

por el bus principal del procesador, del sistema

de vídeo y muchas veces de la memoria RAM.



 El puente norte, northbridge, MCH (memory

controller hub) o GMCH (graphic MCH), se usa

como puente de enlace entre el microprocesador y

la memoria.

 Controla las funciones de acceso hacia y entre el

microprocesador, la memoria RAM, el puerto

gráfico AGP o el PCI-Express de gráficos, y las

comunicaciones con el puente sur.



 El puente sur, southbridge o ICH (input controller

hub), controla los dispositivos asociados como

son la controladora de discos IDE,

puertos USB, FireWire, SATA, RAID,

ranuras PCI, ranura AMR, ranura CNR,

puertos infrarrojos, disquetera, LAN, PCI-

Express 1x.

 Es el encargado de comunicar el procesador con

el resto de los periféricos.





 Los cristales de cuarzo actúan como cronómetros del 
sistema, dando una cantidad constante de impulsos 
por segundo.

 A mas impulsos mas rápidamente trabajara el 
procesador.

 Es capaz de generar una señal de reloj cuadrada de 0v a 
5v, y son las que marca el ritmo del procesador.






